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Warszawa, Polska

Srodek powlokowy do wyprawiania wewnetrznych muréw
Patent trwa od dnia 8 lipca 1961 r.

Dotychczas podstawowymi $rodkami stosowa-
nymi do wyprawiania wewnetrznyéh muréw sg
tradycyjne zaprawy cementowo-wapienne, Za-
prawy te wymagajg stosunkowo dlugiego okre-
su dojrzewania oraz nie sg zalecane do wypra-
wiania betonu komoérkowego,

Powyzszych wad pozbawiony jest §rodek we-
diug wynalazku, ktéry zawiera wodna zawiesi-
ne! wapna hydratyzowanego, soli sodowej kar-
boksymetylocelulozy, polioctanu winylu i ne-
kaliny w stosunku wagowym 2:0,4:0,2—0,3:0,05
oraz drobny piasek i weglan wapnia jak wypel-
niacze mineralne,

Srodek naklada sie najkorzystniej za pomocsy
metalowyech szpachli, ktorymi rozciera sig za+

%) Whadciciel patentu oéwiadczyl, ze wspsttwor-
cami wynalazku s dr inz. Antoni Paprocki,
mgr inz. Hanna Jatymowiez i mgr inz Jan
Skrzypek,

prawe na Scianie, przy czym nie powstajg nie-
rownosci charakterystyczne dla tynkéw trady-
cyjnych.

Wyprawy wykonane przy uzyciu Srodka we-
diug wynalazku wysychaja catkowicie po uply-
wie 12 godzin i nadajg sie doc malowania.

Zuzycie zaprawy szpachlowej na 1 m? podio-
za wynosi okolo 1,5 kg.

Ponizej podaje sie przykiad receptury §rod-
ka powlokowego, podany w- czeSciach wago

wych:

piasek drobny -8

weglan wapnia stracony -

wapne hydratyzowane - 3

861 sodowa karboksymetylocelulozy — 0,4

polioctan winylu DO25 = 0,2—0,3

nekalina S ’ — 0,03
—52

woda



Zastrzezenie patentowe

Srodek powlokowy do wyprawiania wewne-
trznych muréw, znamienny tym, ze =zawiera
wodng zawiesing wapna hydratyzowanego, soli
sodowej karboksymetylocelulozy, polioctanu wi-

875. RSW ,,Prasa“, Kielce

nylu i nekaliny w stosunku wagowym
2.0,4:0,2—0,3:0,06 oraz drobny piasek i weglan
wapnia jako wypelniacze mineralne.
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